Oslo, 10. mai 1996


Eksamen i: 		FYS 317 Elektronikk Byggemetoder		


Eksamensdag:	Torsdag 6. juni 1996


Tid for eksamen:	9.00 - 15.00


Oppgavesettet er pŒ:	4 sider


Tillatte hjelpemidler: 	Ingen utover de generelt tillatte som f.eks. kalkulator. F,eks. er tabeller og innprogrammerte data i kalkulator ikke tillat. Kontroller at oppgavesettet er komplett f¿r du begynner Œ besvare oppgaven. 





Hvert sp¿rsmŒl gis bŒde pŒ norsk og engelsk tekst. Besvarelsen kan gis valgfritt pŒ norsk eller engelsk. Bruk maksimum 1 side pŒ hver oppgave, dvs. summert for bŒde a) og b) besvarelsen. The test can be answered in either Norwegian or English.  Each question is given with both Norwegian and English text. Use maximum 1 page for each question, that is for the sum of both the a) and the b) answer.





Oppgave 1: Trender for produktutvikling og drivkrefter for elektronikk byggemetoder





a) 	Gi en oversikt i form blokkdiagram over l¾rebokens fremstilling av de viktigste faser i utvikling av et elektronisk system nŒr fasene f¿lger hverandre (seriell produktfremtaging). Dr¿ft hvilke kriterier som legges mest til grunn for videref¿ring frem til et endelig produkt eller terminering av utviklingsprosjektet underveis.





b	I dag blir det mer og mer vanlig med paralell produktfremtaging (concurrent engineering). Forklar de viktigste motivasjonene bak paralell produktfremtaging, og hvilke fordeler og ulemper dette har i forhold til den tradisjonelle serielle produktfremtagingsteknikk.





Question 1: Trends for product development and driving forces for packaging and interconnection technology





a) 	Give an overview presented as a block diagram  of the textbook«s presentation  of the most important stages in the development of an electronic system being developed in a serial engineering sequence. Discuss which criteria that are most important to consider when a go/no go decision for the project during the development phases is being made.





b)	Today, concurrent engineering is gaining popularity. Explain the most important motivations for concurrent engineering, and the advantages and drawbacks this method has compared to the traditional serial engineering.





Oppgave 2: Fremtidstrender for brukere og produsenter av elektroniske systemer





a) 	Gi en oversikt av de viktigste trender som pŒvirker utviklingen  av teknologier  for fremtidige elektroniske produkter.





b) 	Gi en oversikt over de generelt sett viktigste faktorer for teknologivalg som mŒ gj¿res for et nytt produkt basert pŒ de forskjellige systemspesifikasjonene og andre krav til produktet.





Question 2: Future trends for users and designers of electronic systems





a)	Give an overview of the most important trends governing the development of new technologies for future electronic products.





 b) 	Give an overview of the the most important factors for technology assesment of a new product based upon detailed system specifications and other requirements of the product.





Oppgave 3: Metaller brukt i elektronikk





a) 	Gi en oversikt over minst 5, max 10 forskjellige metaller som benyttes mye i elektronikk byggemetoder. Sett disse opp i en tabell med f¿lgende st¿rrelser oppgitt med bedre enn 20% n¿yaktighet: Smeltepunkt, elektrisk resistivitet , termisk utvidelseskoeffisient og termisk ledingsevne. 





b) 	Forklar fremstillingsteknikken ved fotolitografisk teknikk for m¿nsteroverf¿ring for produksjon av (mikro)elektronikk. Bruk helst grafisk fremstilling. Forklar spesielt hva forskjellen er pŒ positiv og negativ fotoresist.





Question 3: Metals for electronics





a)	Give an overview of at least 5, maximum 10 different metals extensively used in  packaging & interconnection technology. Put them up in a table showing the following properties quantified with an accuracy of better than 20%: Electrical resistivity, thermal coefficient of expansion and thermal conductivity.





b) 	Explain the process technology for transfer of patterns by photolithography as a production technology for (micro)electronics.  Combined text and graphic presentation is preferred. making multilayer ceramic modules. In addition, explain the difference between positive and negative photoresist.





Oppgave 4: Kapsler for monolitiske integrerte kretser





a) 	Gi en oversikt over de viktigste kapseltypene for monolitiske integrerte kretser. (DIP, etc.)





b) 	Gi en oversikt og en sammenligning av de viktigste egenskapene til henholdsvis plastiske og keramiske kapsler for monolitiske integrerte kretser.





Question 4: Packages for monolithic integrated circuits





a) 	Give an overview of the most important types of packages for monolithic integrated circuits, (DIP, etc.)





b)	Give an overview and a comparison of the the most important characteristics of respectively plastic and ceramic packages for monolithic integrated circuits.





Oppgave 5: Elektrostatiske utladninger





a) 	Forklar den viktigste Œrsaken til elektrostatiske utladninger som kan ¿delegge integrert elektronikk.





b)	Sett opp en oversikt over metoder som kan minske faren for at integrert elektronikk ¿delegges av elektrostatiske utladninger.





Question 5: Electrostatic discharges





a)	Explain themost important origin of electrostatic discharges that can destroy integrated electronics.





b)	Give an overview of appropriate methods that can minimize the hazards of electrostatic discharges for integrated electronics.





Oppgave 6: M¿nsterkort





a)	Forklar en vanlig benyttet fremstillingsmŒte for multilags m¿nsterkort. Dette gj¿res best ved Œ skisserer et flytdiagram og med en utfyllende tekstforklaring for hvert prosesstrinn.





b)	Forklar den viktigste Œrsaken til at metallkjerne benyttes i m¿nsterkort. Nevn ogsŒ noen svakheter og problemer ved slike m¿nsterkort.





Question 6: Printed wiring boards





a)	Describe a common used manufacturing technology for multilayer  printed wiring boards. This is best done by outlining a flow chart with a supplemental text for each process step.





b) 	Explain the most important motivation for the use of metal core in printed wiring boards. Describe also weaknesses and problems with such printed wiring boards.





Oppgave 7: Kretskort





a) 	Forklar en vanlig benyttet fremstillingsmŒte for ensidige kretskort med kun OFM-komponenter. Dette gj¿res best ved Œ skisserer et flytdiagram og med en utfyllende tekstforklaring for hvert prosesstrinn.





b) 	Forklar de tre vanligste teknikker for omsmeltelodding  av loddepasta pŒ OFM kretskort, og pŒpek styrker og svakheter ved de tre forskjellige teknikkene.





Question 7: Printed circuit boards





a)	Explain a common used manufacturing technology for single sided printed circuit boards with SMT components only. This is best done by outlining a flow chart with a supplemental text for each process step.





b) 	Explain the three most used techniques for reflow soldering of solder paste on SMD printed circuit boards, and point out the strengths and weaknessess of these three alternative methods.





Oppgave 8: Termisk husholdning





a) 	Forklar noen metodikker for simulering av termisk oppf¿rsel til komponenter. PŒpek styrker og svakheter ved disse metodikkene.





b)	Beregn overtemperatur (Junction temperatur) i en integrert krets i en LLCC kapsel som utvikler 3W. Termisk motstand fra krets (junction) til kanne er RJC = 10 ¡C/W, og fra kanne til omgivelsene er RCAÊ=Ê5¡C/W. Beregn ogsŒ den effektive termiske motstand RJA fra krets (junction) til omgivelsene.





Question 8: Thermal managment





a) 	Explain some methods of simulation of the thermal behaviour of components. Point out strengths and weaknesses of these methods.





b)	Calculate the increase of the junction temperature of an integrated circuit in a LLCC package with 0.3W heat dissipation. Thermal resistance from the circuit junction to case is RJCÊ=Ê25Ê¡C/W, and from case to ambient is RCAÊ=Ê20¡C/W. Calculate also the resulting thermal resistance RJA from junction to ambient.





Oppgave 9: Loddefeil for OFM kort





a) 	Forklar de viktigste typer loddefeil som kan oppstŒ ved ved omsmeltelodding av OFM kort





b)	Forklar de viktigste reparasjonsteknikker som benyttes ved loddefeil pŒ OFM kort.





Question 9: Solder faults for SMD boards





a) 	Explain the most important solder faults that can occur by reflow soldering of SMD boards.





b) 	Explain the most important techniques in use for repair of solder faults on SMD boards.





Oppgave 10: Tynnfilmteknikk





a) 	Forklar en vanlig benyttet fremstillingsmŒte for h¿ytemperatur tykkfilmkretser. Dette gj¿res best ved Œ skisserer et flytdiagram og med en utfyllende tekstforklaring for hvert prosesstrinn.





b)	Forklar hvorfor h¿ytemperatur tykkfilmteknikk har en markedsnisje i forhold til alternative teknikker.





Question 10: Thick film hybrid technology





a) 	Explain a widespread way of making high temperature thick film hybrid circuits. This is best done by outlining a flow chart with a supplemental text for each process step.





b) 	Point out why high temperature thick film technology has a market niche compared to alternative technologies.
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